Schaltungsbeschreibung:

Der Sender besteht aus einem Infrarot-Sender, der Uber einen Tastatur-Encoder (HT12A) codierte Signale an den
Empfanger sendet. Das Infrarot-Signal wird von dem IF-Empfangerbaustein TFMS 5330 empfangen und tber den Decoder-IC
HT12D mit 4028 decodiert. Die einzelnen Signale werden dann jeweils den Halbleiterrelais zugefuhrt. Die Halbleiterrelais
enthalten je eingangsseitig eine Infrarot-LED und ausgangsseitig 2 bipolar geschaltete Power-Mos Transistoren, mit denen
dann die angeschlossene Last geschaltet werden kann.

Bestimmungsgemafe Verwendung:

Zum Fernsteuern von bis zu 10 anderen Geraten wie Lampen, Radio, elektrische Eisenbahn oder anderer Verbraucher.
Aufbauanweisung

Die Platinen werden gemaf der Stlickliste und der Zeichnung, sowie der Angaben im beiliegenden Heft ,Sicherheitshinweise
M1003*“ zusammengebaut.

Der Bestlickungsdruck auf der Platine ,Empfanger” ist nicht ganz vollstandig, bitte orientieren Sie sich deshalb nach dem
Druck in der Beschreibung.

Auf der Empfangerplatine befinden sich 2 Drahtbricken (bitte einldten). AuBerdem mussen 8 Stiick SMD-Dioden vorsichtig auf
der Leiterbahnseite der Senderplatine gelétet werden. Bitte beachten Sie dabei die besonderen Einlét-Hinweise fir SMD-
Bauteile.

Inbetriebnahme:

Die Sendeplatine wird mit 3 Volt betrieben (am besten eignet sich ein Batteriehalter fiur 2 Mignonzellen, dieser pafit auch in
das empfohlene Gehduse). Der Sender verbraucht nur Strom, wenn ein Tastschalter gedruckt wird. Der Empfanger sollte
entweder mit einer 12V Batterie oder mit einem stabilisierten 12V Netzteil betrieben werden. Zum Schalten muissen die
beiden Infrarot-LED" s des Senders auf die halbrunde Empfangsdiode im Gehause des IF-Empfangers ,IF“ gerichtet sein. Wenn
Sie jetzt auf einer der Tasten des Senders dricken, leuchtet die LED ,LED3“ auf der Empfangerplatine auf und das
angesteuerte Relais ist eingeschaltet. Das Relais bleibt so lange eingeschaltet, bis entweder ein anderer Kanal gedruckt wird
oder wenn der Taster ,S11“ gedrlckt wird. Der Taster S11 schaltet grundsatzlich den gerade eingeschalteten Kanal aus, ohne
einen anderen Kanal einzuschalten.

Wenn grofere Lasten als 0,25A max. 25V eingeschaltet werden sollen, dann mussen Sie mit den eingebauten Halbleiterrelais
jeweils ein starkeres Relais (nicht im Lieferumfang enthalten) schalten und mit dem starkeren Relais dann die grofere Last
schalten.

Technische Daten:

Kanale: 10 mit je einem eigenen Relaisausgang

Schaltleistung: je Relais 0,25A Gleich- oder Wechselspannung

Reichweite: ca. 5 Meter, durch Vorschalten einer Sammellinse am Empfanger ca. 10m (gehort nicht zum Lieferumfang)
Betriebsspannung: Sender: 3V =

Stromaufnahme Sender: < 20 mA beim Sendebetrieb

Betriebsspannung Empfanger: 12V=

Stromaufnahme: < 20 mA

PlatinengréRe Empfanger: ca. 55 x 75 mm

Platinengréfe Sender: ca. 105 x 55 mm

@ Circuit description:

The transmitter consists of an infrared transmitter which transmits coded signals to the receiver via a keyboard-encoder
(HT12A). The infrared signal is received by the IF-receiver element TFMS 5330 and decoded via the decoder IC HT12D with
4028. The single signals are then supplied to the respective semiconductor relays. The semiconductor relays contain at the in-
put side one infrared LED each and 2 bipolar Power MOS transistors each at the output side by means of which the connected
load can be switched then.

Intended use:

To operate up to 10 other devices like lamps, radio, electric railway or other consumers by remote control.

Mounting instructions:

Assemble the boards according to the parts list and drawing as well as the information contained in the attached leaflet “Safety
Instructions M1003".

The assembly print on the “Receiver” board is not totally complete. Therefore, please follow the print in the description.

There are 2 wire straps on the receiver board (please solder in). Furthermore 8 SMD diodes must be soldered on the strip con-
ductor side of the transmitter board. Please pay attention to the special soldering instructions for SMD components.

Setting into operation:

The transmitter board is operated with 3 volts (a battery holder for 2 round cells is most suitable, it also fits into the recommended case). The
transmitter only consumes current if a push-button is pressed. The receiver should be operated either with a 12V battery or with a stabilized
12V power supply. For switching both infrared LEDs of the transmitter must point at the semicircular receiving diode in the case of the IF re-
ceiver “IF”. If you press any key of the transmitter now, the LED “LED3” on the receiver board lights up and the relay headed for is switched
on. The relay stays on until either another channel is pressed or when pressing the key “S11”. As a matter of principle the key S11 switches
off that channel which is just switched on without switching on any other channel.

If loads of more than 0.25A max. 25V shall be switched on, you have to switch a stronger relay (not part of the scope of delivery) with the in-
stalled semiconductor relay, respectively, and then the higher load is to be switched with the stronger relay.

Technical data:

Channels: 10, each with own relay output

Rupturing capacity: 0.25A direct or alternating voltage per relay

Range: approx. 5 meters, when superposing a convergent lens at the receiver approx. 10m (not part of the scope of delivery)

Operating voltage transmitter: 3V=

Current consumption transmitter: < 20mA in transmit mode

Operating voltage receiver: 12V=

Current consumption: < 20mA

Size of board receiver: approx. 55 x 75 mm
Size of board transmitter: approx. 105 x 55 mm
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@Descripci()n del circuito:
El emisor consiste en un emisor infrarrojo que transmite senales codificadas al receptor por un codificador de teclado (HT12A). La senal infrarroja se

recibe por un elemento receptor-IF TFMS 5330 y se decodifica por el decodificador IC HT12D con 4028. Entonces las sefales singulares se suministran a los
relés semiconductores respectivamente. Los relés semiconductores contienen un LED infrarrojo al lado de la entrada y 2 transistores bipolares Power-MOS al
lado de la salida, respectivamente, con los cuales se puede conmutar entonces la carga conectada.

Uso destinado:

Para telemandar hasta 10 otros aparatos como lamparas, radio, ferrocarril eléctrico o otros dispositivos consumidores.

Instrucciones para el montaje

Montar las placas segln la lista de piezas y el dibujo asi como las informaciones en el folleto adjunto “Instrucciones de seguridad M1003".

La impresion para dotar sobre la placa “receptor” no es enteramente completa. Por eso atengase a la impresion en la descripcion.

Se encuentran 2 ligaduras de alambre sobre la placa del receptor (soldar, por favor). Ademas se deben soldar con cuidado 8 diodos SMD sobre el lado
conductor de la placa del emisor. Tenga en cuenta las instrucciones particulares para soldar componentes SMD.

Puesta en servicio:

La placa del emisior se acciona con 3 voltios (un portapilas para 2 pilas redondas es muy adecuado, porque va bien con la caja recomendada).

El emisor solamente consume corriente al pulsar un botén pulsador. El receptor se deberia accionar sea con una bateria 12V o una fuente de alimentacion
estabilizada de 12V. Para conmutar ambos LEDs infrarrojos del emisor se deben dirigir al diodo de recepcion semicircular en la caja del receptor IF “IF”. Si
ahora Vd. pulsa una de las teclas del emisor, el LED “LED3” sobre la placa del receptor se ilumina y el relé direccionado estd conectado. El relé queda
conectado hasta que se pulsa un otro canal o al pulsar la tecla “S11”. La tecla S11 desconecta por principio el canal justamente conectado sin conectar un
otro canal.

Si Vd. quiere conmutar cargas de mas de 0,25A max. 25V, se necesita conmutar un relé mas potente (no pertenece al volumen de suministro) con el relé
semiconductor, respectivamente, y entonces la carga mas alta se conmuta con el relé mas potente.

Datos técnicos:

Canales: 10 con una salida de relé respectivamente

Potencia de ruptura: 0,25A tension continua o alterna por relé

Alcance: aprox. 5m. Aprox. 10m por preconectar una lente convergente al receptor (no pertenece al volumen de suministro)

Tension de servicio emisor: 3V=

Absorcion de corriente emisor: < 20mA en modo de transmision

Tension de servicio receptor: 12V=

Absorcion de corriente: < 20mA

Tamano de la placa receptor: aprox. 55 x 75 mm

Tamano de la placa emisor: aprox. 105 x 55 mm

Description du montage:
Le systéeme se compose d’un transmetteur infrarouge qui transmet des signaux codés au récepteur par un codeur a clavier (HT12A). Le signal

infrarouge est recu par I'’élément récepteur IF TFMS 5330 y décodé par le décodeur IC HT12D avec 4028. Ensuite les signaux isolés sont alimentés aux relais
a semi-conducteur respectivement. Les relais a semi-conducteur contiennent au coté d’entrée une DEL infrarouge chaque fois et 2 transistors Power-MOS
bipolaires au coté de sortie avec lesquels on peut ensuite commuter la charge raccordée.

Usage destiné:
Pour télécommander jusqu’a 10 appareils différents comme lampes, radio, chemin de fer électrique ou autres dissipateurs.

Instructions d’assemblage

Montez les plagquettes selon la nomenclature et le dessin ainsi comme selon les conseils dans le cahier ci-inclus « Instructions de sécurité M1003 ».
L'impression pour équiper sur la plaquette du « récepteur » n’est pas entiérement compléte. Veuillez donc suivre I'impression dans la description.

Il'y a 2 fils de liaison sur la plaquette du récepteur (veuillez souder). De plus il faut souder 8 diodes SMD prudemment sur le c6té conductif de la plaquette du
transmetteur. Veuillez observer les instructions particuliéres pour souder les composants SMD.

Mise en marche :

La plaquette du transmetteur est actionnée avec 3 volts (un support de batterie pour 2 piles rondes est trés approprié. Ceci va bien dans le boitier
recommandé).

Le transmetteur consomme seulement du courant quand on appuie sur le poussoir. Il faut actionner le récepteur soit avec une batterie 12V ou avec un bloc
d’alimentation stabilisé de 12V. Pour commuter il faut que les deux DEL infrarouges du transmetteur soient alignées vers la diode de réception semi-circulaire
dans le boitier du récepteur IF « IF ». Si maintenant vous appuyez sur une des touches du transmetteur, la DEL « LED3 » sur la plaquette du récepteur s’allume
et le relais dirigé est connecté. Le relais continue a étre connecté jusqu’a ce qu’on presse un autre canal ou appuie sur la touche « S11 «. La touche « S11 »
déconnecte par principe le canal qui est justement connecté sans connecter un autre canal.

Si vous voulez connecter des charges de plus de 0,25A max. 25V, il faut monter un relais plus fort avec le relais a semi-conducteur installé (n’appartient pas
au volume de livraison) et ensuite commuter la charge plus grande avec le relais plus fort.

Données techniques:

Canaux: 10 avec une sortie de relais respectivement

Puissance de rupture: par relais 0,25 A tension continue ou tension alternative

Rayon d’action: env. 5 métres, env. 10m par intercaler une lentille convergente au récepteur (n’appartient pas au volume de livraison).

Tension de service transmetteur: 3V=

Consommation de courant transmetteur: < 20mA en mode de transmission

Tension de service récepteur: 12V =

Consommation de courant: < 20mA

Dimension de la plaquette récepteur: env. 55 x 75 mm

Dimension de la plaquette transmetteur: env. 105 x 55 mm

@ Kytkentéselostus:

Lahetin on infrapunaldhetin, joka nappaimistokooderin (HT12A) kautta lahettdd koodatun signaalin vastaanottimeen. Infrapunasignaalin
vastaanottaa "IF" vastaanotinkomponentti TFMS 5330 ja dekooderi-IC HT12D ja 4028 purkaa koodin. Yksittdiset signaalit ohjataan sitten kyseiselle
puolijohdereleelle. Puolijohdereleiden sisadnmenossa on infrapuna-LED ja ulostulossa 2 bipolaarisesti kytkettya teho-MOS- transistoria, joiden avulla kytketty
kuorma voidaan kytkea.

Maardystenmukainen kéytto:

10 eri laitteen kauko-ohjaus, kuten lamput, radiot, sdhkdjunarata tai muut sahkolaitteet.

Rakennusohje:

Piirilevy kalustetaan osaluettelon ja piirustuksen seka oheen liitetyn vihkon "Turvallisuusohjeet M1003" osoittamalla tavalla. Kalustuspainatus
"Empfanger” (vastaanotin) piirilevyssa ei ole aivan taydellinen, noudata tdman takia ohjeessa olevaa painatusta. Vastaanotinpiirilevyyn tulee 2 lankasiltaa
(juota ne paikoilleen). Lisaksi 8 SMD-diodia tulee varovasti juottaa lahetinpiirilevyn kalvopuolelle. Ota huomioon erityiset SMD-komponenttien juotosohjeet.
Kéyttéonotto:

Lahetinpiirilevy toimii 3V kayttdjannitteella (parhaiten soveltuu 2:n sormipariston (LR6/UM3/AA) paristopidin, tama sopii myos suositeltuun koteloon).

Lahetin kuluttaa paristoa vain painikkeita painettaessa. Vastaanotinta tulisi kayttaa joko 12V paristolla tai stabiloidulla 12V verkkolaitteella. Kytkettaessa
tulee lahettimen molempien infrapunadiodien olla suunnattuja vastaanottimen "IF" kotelossa sijaitsevaan puolipydreaan vastaanottodiodiin. Kun nyt painat
jotain lahettimen painikkeista, syttyy vastaanotinpiirilevyssa oleva LED "LED3" ja valittu rele kytkee. Rele sailyy kytkettyna, kunnes joko painat toista kanavaa
tai painiketta "S11". Painike S11 kytkee pois juuri valitun kanavan, kytkematta toista kanavaa.

Jos tahdot kytkea suurempia kuormia kuin 0,25A maks. 25V taytyy sinun ohjata voimakkaampaa reletta (ei kuulu toimitukseen) sisdanrakennetulla
puolijohdereleella ja kytkea kuorma suuremman releen kautta.
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@Tekn. tiedot:
Kanavia: 10, jokaisella oma releulostulo

Kytkentavirta: jokainen rele 0,25A tasa- tai vaihtovirtaa

Toimintasade: n. 5 metria, liittdmalla kokoava linssi vastaanottimeen n. 10 m (ei kuulu toimitukseen).
Lahettimen kayttdjannite: 3v=

Lahettimen virrantarve: < 20 mA lahetettdesséa

Vastaanottimen kayttéjannite : 12V=

Virrantarve: < 20mA

Vastaanottimen piirilevyn koko: n. 55 x 75 mm

Lahettimen piirilevyn koko: n. 105 x 55 mm

@wijvi_ng:

De zender bestaat uit een infrarood-zender, die via een toetsenbord-encoder (HT12A) een gecodeerd signaal naar de ontvanger zend. Het infrarood-
signaal wordt door een IF-ontvanger bouwsteen TFMS 5330 ontvangen en via de decoder-ic HT12D met 4028 gecodeerd. De enkele signalen worden per
stuk aan het halfgeleider relais toegevoegd. Het halfgeleider-relais bevat aan de ingang een infrarood-led en aan de uitgang 2 bipolair geschakelde power-
mos-transistoren, waarmee de belasting ingeschakeld kan worden.

Toepassings mogelijkheden:

Het op afstand bedienen van max. 10 andere apparaten zoals verlichting, radio, electrische trein of andere verbruiksartikelen.

Montage voorschriften:

De print wordt volgens de onderdelenlijst en de tekening zie ook extra bijlage “zekerheid tips M1003” gemonteerd.

De opdruk van de ontvanger print is niet compleet, daarom lees de beschrijving goed.

Op de ontvanger-print bevinden zich 2 draad-bruggen (zelf solderen). Bovendien moeten 8 SMD diode’s op de sporen gesoldeerd worden. Let op de speciale
tips voor het SMD solderen.

Ingebruiksaanwijzing:

De zender-print wordt gevoed door 3 volt (beste is 2 x AA batterij, deze past ook mooi in de behuizing, behuizing is optie). De zender verbruikt alleen stroom
als de toetsen ingedrukt worden. De ontvanger moet met een 12V batterij of met een goed gestabiliseerde voeding van 12V gevoed worden. Voor het
schakelen moeten beide IR-led’s van de zender op de halfronde ontvangst diode in de behuizing van de If-ontvanger gericht worden.

Als u nu op de toetsen van de zender drukt, licht “led 3” van de ontvanger-print op en schakeld het aangestuurde relais in. Het relais blijft net zo lang in-
geschakeld tot dat een ander kanaal geactiveerd wordt of druktoets “S11” ingedrukt wordt.

Druktoets S11 schakeld normaal het laatste kanaal uit zonder dat een ander kanaal is ingeschakeld. Als grotere vermogens dan 0,25A en max. 25V in-
geschakeld moet worden dan moet u met het gebruikte relais een zwaarder relais inschakelen (optie).

Technische gegevens:

Kanalen: 10 met ieder kanaal zijn eigen relais uitgang

Schakelvermogen: ieder relais 0,25A gelijk- of wisselspanning

Reikwijdte: ca. 5 meter, door het monteren van een reflector bij de ontvanger ca. 10 meter (deze wordt niet bijgeleverd)

Voedingsspanning zender: 3V=

Stroomopname zender: < 20mA bij uitzenden

Voedingsspanning ontvanger: 12V=

Stroomopname: < 20mA

Afmeting print ontvanger: ca. 55 x 75 mm

Afmeting print zender: ca. 105 x 55 mm

®Descrigéo do circuito:

0 emissor € composto de um emissor infravermelho, que sobre um teclado de codificacdo (HT 12A) transmite sinais codificados para o receptor. O
sinal infravermelho é recebido por o IF receptor componente TFMS 5330 e sobre o decodificador IC HT 12D com 4028 é decodificado. Os sinais sdo entado
aduzidos ao relé semicondutor. Os semicondutor incluien em cada lado da entrada um infravermelho LED e o lado de saida 2 bipolares ligados Power-Mos
emissores com que podem ser as cargas em circuito ser ligadas.

Utilizacao conforme as diposigdes legais:

Para telecomandar até 10 outros aparelhos como lampadas, radios, combois eléctricos ou outros consumidores.

Instrucdes de montagem:

A placa de circuito impresso é conforme a lista de componentes o desenho e como os dados no manual junto ,Indicacdes de segurangca M1003, montada.

0 equipamento na placa de circuito ,receptor, ndo esta todo completo, por favor orientar-se por isso na marcagao da descri¢ao.

Na placa de circuito do emissor encontram-se 2 pontes de fios (por favor soldar).

Além disso devem 8 SMD - diodos ser soldados com cuidado no lado da via condutora da placa de circuito do receptor. Por favor tome atencéo, neste caso a
especial indicagao -soldar para SMD - componentes.

Colocagdo em funcionamento:

A placa de circuito do emissor € exercida com 3 voltes (em melhor é adequado um suporte de baterias para 2 pilhas redondas, este cabe tambem na caixa
recomendada). O emissor s6 consume corrente quando carregar no interruptor de contacto por toque. O receptor deve exercer com uma bateria de 12V ou
com um estabilizado equipamento de alimentagao a partir da rede de 12V. Para ligar devem os dois infravermelhos LED’s do emissor estar dirigidos ao semi
redondo diodo receptor na caixa do IF emissor. Quando agora carregar numa das teclas do emissor, brilha o LED ,LED3, na placa de circuito emissor e o diri-
gido relé é ligado. O relé fica ligado até carregar um outro canal ou quando a tecla ,S11“ é carregada. A tecla S11 liga em principio o directo ligado canal,
sem que sejam ligados outros canais.

Quando quizer ligar cargas de mais que 0,25A max. 25V, entdo deve com montado relé semicondutor ligar um mais forte relé (ndo incluido no conteldo) e
com o mais forte relé entao ligar as cargas maiores.

Datas técnicas:

Canais: 10 cada um com propria saida do relé

Capacidade de ruptura: Cada relé 0,25A tensado continua ou alternada

Raio de acao: ca. bm, atravéz o intercalar de uma lente convergente no receptor ca. 10m (ndo pertence ao conteldo).

Tensao de servigo: emissor 3V=

Consumo de corrente do emissor: < 20mA emissor em servico

Tensao de servigo: receptor 12V=

Consumo de corrente: < 20mA

Medida da placa de circuito do receptor: ca. 55 x 75 mm

Medida da placa de circuito do emissor: ca. 105 x 55 mm

OnucaHWe CxeMbl BKAIOYEHUS:

MepeaaTurk COCTOWUT U3 OAHOTO MHGPAKPACHOro NepeaaTymka, KOTopbii C MOMOLLBLIO kKAaBHaTypbl-koaepa (HT12A) nocbinaeT KOAMPOBaHHbIE CUTHAAbI
Ha npuWeMHUK. MHOpaKpacHbId CUrHaA NOTOM MPUHUMAaETCH nocpeAcTBoM «IF» BxopHoro 6aoka npuemHuka «TFMS 5330» M AEKOAMPYeTCs C MOMOLLbHO
aexkoaepa «IC HT12D ¢ 4028». OTAeAbHbIE CUTHAAbI MPUXOAAT BCETAA K KaXXAOMY MOAYNPOBOAHMKOBOMY pene. Kaxaoe MOAyNnpOBOCAHMKOBOE pPeAe COCTOWT U3
OAHOTO BXOAHOTO MHOPaKpacHOro poToAMoAa U ABYX (2) BbIXOAHBIX BUNOASIPHBIX MOLLHbBIX UMMYAbBCHBIX MO TpaH3UCTOPOB, C MOMOLLBIO KOTOPbIX BKAKOYAETCS
NOACOEAMHEHAs Harpyska.
WHCTpYKUMA NO NPUMEHEHMUIO:
Mpubop npeaHasHauyeH AAA AUCTAHLMOHHOTO ynpaBAeHust oT 1 Ao 10 pasAnyHbIX NPUMBOPOB Hanp. AaMnamu, PaAMO, SAEKTPUUECKUMU UrpyLLKaMK (Moe3Aa) UAM
AAS NTOAODHOrO NPUMEHEHHS.
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VIHcroVKuvm 10 MOHTaXy:

MoHTax neyaTHoM cxembl HaAO CAeAaTb B COOTBETCTBUM C MPUAOXKEHHBIM CMIUCKOM KOMMOHEHTOB U C NPUHLMNUAABHOW CXEMOM NPUYEM HAAO CMOTPETb
3a UCMOAHEHUEM TPpebOoBaHWIA B COOTBETCTBUM C MPUAOXEHHOMN «MHCTpyKUMen no 6e3onacHocTi pabotsl M1003»
MexaHnyeckoe paBAEHUE Ha OTAEAbHbIE KOMMOHEHTbI NPU NasHUM Ha NevyaTHyl CXeMy NpUeMHUKa He CneumMduLMpoBaHo, HAaA0 MOCMOTPETh 3a PEKOMeHAaLMe
Nno AaBAEHUIO B OnvcaHuK. Ha neyaTHOM cxeme NpUEMHMKa HaxXOAATCS ABa MPOBOAOYHbIX MOCTa (npocbba npunasTb UX). Kpome TOro Hapo Ha nevaTtHyto cxemy
nepeaaTyMka 0CTOpoXHO NpunasTb 8 SMD AMoA0B. MpKU 3TOM HAAO CMOTPETL 3a UHCTPYKUMEN AAA NasHWUs SMD KOMMNOHEHTOB.
[yck B pabouuii pexum:
MNeuaTHana cxema nepepatyMka NUTaeTca OT UCTOYHMKA HanpsxeHua 3B (Aydylue BCEro NPUMEHUTb AepXaTeAb C AByMS MeCTaMu AASl ABYX YHUBEPCAAbHbIX
6aTapeek, OHU NMOAXOAAT AN PEKOMEHAYeMOoro Kopnyca). MepeaaTunk NoTPeOASIET TOK TOABKO TOTAG, KOTAA HaXUMaeTca KHoMKa. MpreMHUK AOAKeH ObiTb CHabxeH
3Heprven A u3 batapen HampspkeHuem 12 BOAbT, AWM M3 CTaBUMAM3MPOBAHOIO CETEBOTO WCTOYHWMKA MUTAHUA C MOCTOSHHBIM HanpsxeHnem 12 BoabT. Ans
HOPMaAbHOM paboTbl BKAIOYEHUs 00a MHPpPaKpacHbIX AMOAA MNepeAaTyMka AOAKHbI OblTb HampaBAEHbl Ha MOAYKPYTAbIA AMOA MPUEMHMKa B kopryce «lF»-
npuemHuka «|F». ECAM ceiluac HaxaTb Ha KHOMKy nepeAaTyuuka, 3aroputcs cBeToanoa «LED3» Ha meuyaTHOM cxeme NpUEMHMKa WU pene YNpaBAEHUS BKAOUAETCS.
Pene octaetcs BKAHOUEHHbBIM AO TOTO, MOKa He ByAeT AtoOOM M3 KaHAAOB HaXart, MAM MOKa He ByaeT HaxaTta KHomka «S11». KHomka «S11» BbikAOuaeT no npuumny B
A@HHOE BpeMs BKAIOUEHHbIN kaHan 6e3 OAHOBPEMEHHOIO BKAIOUEHUS APYTroro KaHaAa.
B cayyae koraa HaaO BKAKOUMTL Harpysky 6oablie 0,25 Amnepa MakcMmanbHO npu 25 BoabTax, Toraa HaAO BCTPOEHHbBIM MOAYMPOBOAHUKOBBIM PeAe BKAIOUYaTb
APYroe - AN NOBbILLEHHOW Harpy3ku npeAHa3HauYeHHoe pene (B MOCTaBKe He MPUKAAABIBAETCA) U 3TUM pene MOTOM BKAIOUYATb AGHHYIO MOBbILLEHHYIO Harpysaky.
TexHUueckue pAaHHble:
KaHanbl: 10 AN KaXAOrO pene
AonycTMmas MOLLHOCTb BKAIOUEHUA: AAA pene 0,25 A NOCTOAHHOIO MAM NEPEMEHHOrO ToKa.
AnanasoH AeNCTBUS: NPUOAUSUTEABHO 5 M, MPU MOAKAOUEHWUU AMH3bI K TPUEMHUKY MPUBAN3UTEABHO 10 M (AMH3a B NMOCTaBKe HE NPUKAAAbIBAETCS)
Pabouee HanpsixeHWe nepepatumka: 3 Boabt
MotpebaeHue Toka nepepatumka: < 20 MA (B pabouem pexvme)
Pabouee HanpsxeHWe NpUemHuka: 12 BoAbT NOCTOAHHOrO HaNPSAXeHUs
MotpebaeHue Toka NpueMHuka: < 20 MA
[abapuTbl NeyaTHOM CXeMbl MPUEMHUKA NPUBAU3UTEABHO 55 X 75 MM
[abapuTbl NeyaTHOM CXxeMbl NepeAaTunka: NPUbAM3UTEAbHO 105 X 55 MM

D / Aligemeine Montageanleitung fiir SMD-Bauelemente

Die modernen SMD-Chips werden direkt auf der Lotseite der Platine montiert. Weil die Chips sehr klein sind, muf3 mit einer Pinzette gearbeitet werden. Der ver-
wendete Lotkolben muf ebenfalls eine sehr feine Spitze haben (1mm).

Bevor nun das Bauteil plaziert wird, muf} ein L6t-Punkt auf der Platine verzinnt werden. Dann wird das Bauteil unter leichtem Druck mit der Pinzette auf das
vorverzinnte Létauge gesetzt. Gleichzeitig wird das Bauelement und der verzinnte Létpunkt mit dem L&tkolben erhitzt, bis das Létzinn sauber verflossen und
eine gute Verbindung zwischen Bauteil und L&tpunkt hergestellt ist. Der Létvorgang selbst sollte so schnell wie méglich (aber nicht zu kurz, damit das Létzinn
sauber verfliet) ausgefiihrt werden. Sonst besteht die Gefahr, da das Bauelement Schaden nimmt. Durch Nachlassen des Drucks an der Pinzette
(Bauelement sinkt ein) erkennt man, dafl der Loétvorgang beendet ist. AnschlieBend werden die anderen Anschlisse des Bauteils geltet, dazu wird die
Lotspitze so auf die Lotstelle gehalten, dafl das Bauteil und das Létauge gleichzeitig erhitzt werden. Gleichzeitig flhren Sie L6tzinn zu und lassen es sauber
zwischen dem Létauge und dem Bauelement verflieRen. Bitte achten Sie darauf, daf} nicht zuviel L6tzinn verfliet und einen Kurzschluf® mit anderen Létaugen
verursacht.

GB / General mounting instructions for SMD construction parts

The modern SMD chips are mounted directly on the soldering side of the printed circuit board. Since the chips are very small, it is necessary to work with a
pincette. The used soldering iron should have, therefore, an especially pointed tip (1mm).

Before the construction part is situated, it has to be tinned a soldering spot on the printed circuit board. Afterwards, the construction part is pressed slightly with
the help of the pincette onto the pre-tinned eyelet. At the same the construction part and the tinned soldering spot are heated with the soldering iron till the sol-
dering metal is accurately melted and has established a joint between the construction part and the soldering spot. The process of soldering should be realized
as rapid as possible (but not to rapid because the soldering metal must melt cleanly). Otherwise, the construction part could be damaged. (When the pression at
the pincette does decrease (construction part goes down) you can notice that the soldering process is finished. Now, the other connections of the construction
element are soldered. For this purpose, hold the soldering tip above the soldering spot so that the construction part and the eyelet are heated up at the same
time. Meanwhile, put on soldering metal and let it melt cleanly between the eyelet and the construction part. Please take care not to spread out too much sol-
dering metal producing possibly a short circuit with other eyelets.

3. i e
2. Pinzette Pinzette ©
) ) pincette =
Zinn / pincette "5.‘5
1. solder L eiterbahn Leiterbahn - Leiterbahn 23
conducting line P conducting line -
;’ g conducting line solder g
‘ 3 L Zinn
— solder
Leiterbahn
conducting line
E / Instrucciones generales para el montaje de SMD-elementos de construccion Létspitze Bauteil
Los SMD-chips modernos se montan directamente sobre el lado de soldadura de la placa de circuito. soldering tip construction 4.
Como los chips son muy pequefios, se necesita trabajar con pinzas. El soldador que se utiliza debe también tener una punta muy /
fina (Imm). Y4 saubere Lotstelle

Antes de poner el elemento de construccion, es necesario de estaiar un punto de soldadura sobre la placa de circuito. Después el clean soldering

elemento de construccion se apreta ligeramente con pinzas sobre el ojo de soldadura ya estafado. Al mismo tiempo, el elemento
de construccion y el punto de soldadura estafiado se calentan con el soldador hasta el estafio para soldar es bien fundido y una
buena conexion entre el elemento de construccion y el punto de soldadura se establece. El proceso de soldar se debe efectuar lo
mas rapido posible (pero no demasiado corto para que el estaino para soldar pueda fundir correctamente). Si no, es posible que el
elemento de construccion puede sufrir danos. Por aflojar la presion a las pinzas (el elemento de construccion se sumerge) se puede reconocer que el proceso de soldar es acabado.
Pues las otras conexiones del elemento de construccion se soldan. Por este fin, la punta de soldadura se pone sobre el sitio de soldadura de manera que el elemento de construccion
y el ojo de soldadura se calentan simultanéamente. Al mismo tiempo afada Vd. estafio para soldar y espere antes ha bien fundido entre el ojo de soldadura y el elemento de construc-
cién. Por favor, observe Vd. que no hay demasiado estafio para soldar que causa un cortocircuito con otros ojos de soldadura.

F / Indications de montage pour composants SMD

Les chips modernes SMD sont directement montés sur la face cuivrée de la plaquette. Comme les chips sont trés petits, il faut une pincette pour les manipuler. Le fer a souder devra
également avoir une panne trés fine (1 mm).

Avant de placer le composant il faut déposer un point de brasage sur la plaquette. On pose I'€lément sur cette pastille de brasure avec la pincette en appuyant Iégérement. On ré-
chauffe simultanément le composant et la pastille de brasage jusqu'a ce que la soudure ait bien fondu et que le composant soit fixé sur la soudure. Le brasage doit s'effectuer aussi
rapidement que possible pour ne pas endommager le composant, mais pas trop vite pour que la soudure soit bien fondue. En relachant la pression a la pincette (le composant s'en-
fonce), on voit si l'opération de brasage est terminée. Puis on brase les autres raccords du composant: on chauffe simultanément avec la panne du fer a souder le composant et la
pastille de brasage, tout en amenant de la soudure qui devra fondre correctement entre la pastille et le composant. Il ne faut pas mettre trop de soudure pour éviter un court-circuit
avec d'autres pastilles de brasure.

FIN / Yleiset asennusohjeet SMD-komponenteille

Nykyaikaiset SMD-komponentit asennetaan suoraan piirilevyn juotospuolelle. Koska komponentit ovat hyvin pienia taytyy tydskennelld pinsettien kanssa. Myds juotoskolvissa on ol-
tava hyvin pieni terd (Imm).

Ennen kuin komponenttia sijoitetaan paikalleen taytyy piirilevyyn juottaa tinapiste. Sitten komponentti painetaan kevyesti pinseteilld esijuotettuun juotoskohtaan. Samanaikaisesti
kuumennetaan juotoskolvilla komponenttia ja tinattua juotoskohtaa, kunnes tina on jouksevaa ja muodostaa hyvén yhteyden komponentin ja juotoskohdan véliin. Itse juottaminen
tulisi suorittaa mahdollisimman nopeasti (mutta ei lilan nopeasti, tinan taytyy olla juoksevaa). Muuten komponentti saattaa vaurioitua. Kun pinseteissa paine tuntuu pienenevan
(komponentti uppoaa tinaan) voi paatella etta juotos on valmis. Samalla juotetaan komponentin muut navat. Tama tehdaan pitamalla juotoskolvin teran karki juotoskohdassa niin,
ettd seka juotoskohta ettd komponentti kuumenee yhta aikaa. Samalla viedaan juotostinaa juotettavaan kohtaan ja katsotaan etta se juoksee vapaasti komponentin ja juotoskohdan
valilla. Varo ettei kohtaan juokse niin paljon tinaa etta se aiheuttaa oikosulun toisten juotoskohtien kanssa.
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NL / Aigemene bouwinstructies voor SMD-bouwelementen

De moderne SMD-chips worden direct aan de soldeerzijde van de printplaat gemonteerd. Daar de chips zeer klein zijn, moet met een pincet gewerkt worden. De te gebruiken
soldeerbout moet eveneens een zeer fijne punt hebben (1mm).

Alvorens het bouwelement op te stellen, moet een soldeerpunt op de printplaat vertind worden. Dan wordt het bouwelement onder lichte druk met de pincet op het vertinte soldeeroog
gezet. Tegelijkertijd wordt het bouwelement en het vertinde soldeerpunt met de soldeerbout verhit, tot dat het soldeer zuiver gevloeid en een goede verbinding tussen bouwelement en
soldeerpunt tot stand gekomen is. Het solderen zelf moet zo snel mogelijk (maar niet te kort, zodat het soldeer zuiver vioeit) uitgevoerd worden. Anders bestaat het gevaar, dat het
bouwelement beschadigd wordt. Door het afnemen van de druk aan het pincet (bouwelement zakt weg) kan men vaststellen, dat de soldeerprocedure ten einde is. Aansluitend worden
de andere aansluitingen van het bouwelement gesoldeerd. Daartoe wordt de soldeerpunt dusdanig op het soldeerpunt gehouden, dat het bouwelement en het soldeeroog tegelijkertijd
verhit worden. Tegelijkertijd voert U soldeer toe en laat het zuiver tussen het soldeeroog en het bouwelement vioeien. Er moet op gelet worden, dat er niet te veel soldeer vloeit en
daardoor kortsluiting met de andere soldeerogen onstaat.

P/ Instrugéo geral de montagem para elemento de construgdo SMD

Os modernos SMD-chips sao directamente montados no lado da soldadura da placa de circuito impresso. Como os chips sao muito pequenos, tem de trabalhar com uma pinca. O
usado ferro de solda deve também ter uma ponta muito fina (1mm). Antes de colocar o componente, deve o ponto de solda ser estanhado na placa de circuito. Entdo com a pinga € o
componente abaixo de leve carregar colocado no pré- estanhado olho de solda. Ao mesmo tempo € o elemento e o estanhado ponto de solda aquecido com o ferro de solda, até a
solda de estanho correr limpa e estabelecer uma boa ligacdo entre componente e ponto de solda. O processo de solda deve ser efectuado o mais depressa possivel (ndo muito curto
para que a solda de estanho corra limpa), porque entdo & perigo em que o elemento possa estragar-se. Através deixar de carregar na pinga (0 elemento baixa) reconhece que
processo esta acabado. Por fim sdo as outras ligagdes dos componentes soldados, para isso € a ponta da solda colocada na soldadura para que o elemento e o olho de solda sejam
aquecidos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo leve a solda de estanho a correr limpa entre o olho de solda e o elemento. Toma atencao que nao corra muita solda de estanho para
evitar causar um curto-circuito com outros olhos de solda.

RUS / O6uian MHCTPYKLMUA MO MOHTaXy MOHTaXHbIX komnoHeHToB SMD (surface mounting devices)

CoBpemeHHble SMD KOMMOHEHTbI MPUNanBaOTCH NPSIMO Ha COOTBETCBEHHYK CTOPOHY MEYaTHOW CXeMbl. Tak KaK 3TW KOMMOHEHTbl SBMSIOTCS MO pa3Mepam OYeHb
ManeHbkvMn, Hago paboTaTb C HUMK C NOMOLLbLIO MUHLUETA. MasnbHWK ¢ KOTOpbIM paboTaeTe AOMKEH MMETb OYEeHb TOHKUIA MasinbHbIA WTUAT (1 MM). [lo TOro Kak NonoXxuTb
KOMMOHEHT Ha MeCTO rae oH GyaeT npunasiH, Hago 3To MecTo 06paboTaTh OMOBSHHLIM NpUNoeM. [MOTOM MOXHO KOMMOHEHT NErkMM HaXkaTUeM C MOMOLLbIO MUHLETA Ha 3TO
MECTO NonoxuTb. OfHOBPEMEHHO Halo KOMMOHEHT U MECTO NasiHWS HarpeTb C NOMOLLbIO NasifbHUKa A0 TOW CTENeHW, KOrAa ONOBSIHHbIV NMPUMON YNCTO pacTaeT v nonyvaercs
Xopollee COefMeHHUE Mexay KOMMOHEHTOM U MecToM nasiHusi. Cam npouecc nasiHWA OOMKeH ObiTb MO BO3MOXHOCTM KOPOTKMM (HO HE CIMLLKOM, YTOObl OMOBO XOPOLUO
pasnunock), NOTOMY YTO CYLLECTBYEeT TOXe OMacHOCTb MOBPEXAEHUst KOMNoHeHTa. Koraa yxe 4yBCTBYETCS CHWXKEHWE [AaBreHust Ha MUHLET (KOMMOHEHT morpyxaetcs B
0roBo), Npouecc nasiHWs OkoHYeH. MoToM paboTa npopomkaeTcs ¢ APYrMM KOMMOHEHTOM, NPUYOM OOHOBPEMEHHO HaAo HarpeBaTb CaM KOMMOHEHT M MECTO MasiHUA Ha
neyaTtHon cxeme. Mo Heo6xoaAMMOCTU HAAO Ha MECTO MasiHASA NOCTENEHHO A06aBNSATb ONOBSAHHBIA NPUMONA TakK, YTOObI OH YMCTO Pa3NUIICS MeXZy KOMMOHEHTOM U MeCTOM
nasHus. Hago cMoTpeThb 3a TeM, YTobbl He 06aBNATL CIIULLIKOM MHOMO ONIOBSIHHOTO NMPUMOS U3 3@ pycKa KOPOTKOTO 3aMblKaHUs.
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Anschlufiplan

/ Connecting plan

N4 Bitte vergessen Sie nicht die 2 Lotbriicken
R4 (BR1 + BR2) auf der Platine!

R4 Please don’t forget the 2 solder bridges
5 (BR1 + BR2) on the board!
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Einbaulage der SMD-
Dioden auf der
Leiterbahnseite der
Platine.

Fitting position of the
SMD diodes on the
foixl side of the
board.
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Beispiel zum Schalten von 10 Gluhlampchen 6V=
Example for switching of 10 small glow lamps 6V=
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@ Telemando por infrarrojo de 10 canales
Para conectar or desconectar 10 aplicaciones diferentes por un relé. Se puede
conectar o desconectar un de los 10 relés diferentes respectivamente.
Tension de servicio emisor: 3V bateria, tension de servicio receptor: 12V=. Alcance:
aprox. 5m (con lente convergente aprox. 10m, no pertenece al volumen de suministro).
Potencia de ruptura méax. del relé instalado: 25V 0,25A AC o DC. Si esta potencia no es
suficiente, se pueden postconectar relés mas potentes. Se soldan 8 diodos SMD sobre
la placa.

Télécommande infrarouge a 10 canaux
Pour connecter ou déconnecter jusqu'a 10 applications différentes par un
relais. On peut connecter ou déconnecter chaque fois 1 des 10 relais
différents. Tension de service transmetteur: 3V batterie, tension de service récepteur:
12V=. Rayon d’action: env. 5m (env. 10m avec lentille convergente, n’appartient pas au
volume de livraison). Puissance de rupture max. du relais installé: 25V 0,25A AC ou DC.
Si cette puissance n’est pas suffisante, on peut intercaler a la suite des relais plus forts.
Il faut souder 8 diodes SMD sur la plaquette.
10-kanava infrapunakauko-ohjain
10 eri kaytdn kytkemiseksi paalle tai pois paalta releiden avulla. 1
kymmenesta eri releestd voidaan kytkea paalle tai pois paalta. Lahettimen
kayttdjannite: 3V paristo. Vastaanottimen kayttéjannite: 12V=. Toimintasdde: n. 5m
(kokoavalla linssilla varustettuna n. 10m, ei kuulu toimitukseen). Sisaanrakennettujen
releiden maks. kytkentateho: 25V 0,25A AC tai DC. Ellei tdma teho riita, voidaan peraan
kytked voimakkaampia releitd. Piirilevyyn juotetaan 8 SMD-diodia.
10 Kanalen IR-Afstandbediening
Het op afstand schakelen van 10 verschillende mogelijkheden via een relais
aan of uit. Voedingsspanning Zender: 3V batterij. Voedingsspanning ont-
vanger: 12V=. Reikwijdte: ca. 5m (met reflector ca. 10m, deze zit niet in de verpakking).
Max. schakelvermogen van het bijgeleverde relais: 25V 0,25A AC of DC. Als dit ver-
mogen te weinig is, kunt u hiermee een ander zwaarder relais inschakelen. (Deze wordt
er niet bijgeleverd, optie). Op de print worden 8-SMD diode’s gesoldeerd.
Infravermelho-telecomando de 10 canais
Para o ligar de 10 diferentes usos sobre o relé ligar ou desligar. Pode ser
sempre 1 dos 10 diferentes relés ligado ou desligado. Tensdo de servico
3V=, tensao de servico 12V=. Raio de acao: ca. 5m (com lente convergente ca. 10m,
nao pertence ao contelido). Max. capacidade de ruptura do montado relé: 25V 0,25A AC
ou DC. Quando esta poténcia ndo é suficiente, podem relés mais fortes ser ligados. Na
placa de circuito sao soldados 8 SMD-diodos.

10 kaHaAbHOe MHdpaKkpacHOe AUCTaHLMOHHOE YNpaBAeHWEe
Mpubop NpUMeEHSETCA ANl BKAKOUYEHUA W BbIKAOUEHWSI A0 10 pas3AnuHbix
notpebuteneit uyepes pene. B A06OM MOMEHT MOXHO BKAKOYATb, WAU
BbIKAIOYATb OAHO U3 AeCATU pene. Pabouee HanpsxeHWe nepepatuvka: 3 BoabT Hatapes,
pabouee HanpspkeHue npuemMHuka: 12 BoabT. Ananas3oH AEMCTBUSA: MPUBAUSUTEABHO 5 M
(C AvH30M NprbAMauTeAbHO 10 M) MakcuManbHasa AOMYCTMMAn MOLLHOCTb BKAKOUEHUS AAS
BCTaBAEHHOro peae: 25 B, 0,25 A NOCTOAHHOTO MAWM NMEPEMEHHOrO Toka. B cayyae ecau
A@HHAA MOLUHOCTb MOKAXETCA HU3KOW, HAA0 NPUMEHWUTL 6Goaee MowHoe peAne. Ha
neyaTtHyto cxemy Hapo npunaste 8 SMD-aAMOAOB.

e

Passendes Gehause Kemo G085
(Empfanger) + GO80/241 (Sender)
Fitting case Kemo GO85 (receiver) +
G080/241 (transmitter)
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D / Wichtig: Bitte beachten Sie die extra beiliegendeng
“Allgemeinglltigen Hinweise” in der Drucksache Nr. M1003.&
Diese enthalt wichtige Hinweise der Inbetriebnahme und denZ
wichtigen Sicherheitshinweisen! Diese Drucksache ist Bestand-Z
teil der Beschreibung und muf} vor dem Aufbau sorgféltig gele- 2

«E / Importante: Observar las "Indicaciones generales” en el im-
preso no. M1003 que se incluyen ademas. jEllas contienen in-
&formaciones importantes la puesta en servicio y las instruc-
&ciones de seguridad importantes! jEste impreso es una parte
integrante de la descripcion y se debe leer con esmero antes
Z/del montaje!

ZJF / Important: Veuillez observer les « Renseignement généraux »

s7dans I'imprimé no. M1003 ci-inclus. Ceci contient des informa-

ptions importantes la mise en marche et les indications de sécu-
prité importantes! Cet imprimé est un élément défini de la de-
ypscription et il faut le lire attentivement avant I'ensemble!

FIN / Tarkeda: Ota huomioon erillisend liitteend olevatg
“Yleispatevat ohjeet” painotuotteessa nro M1003. Nama ohjeetZ
sisaltavat tarkeita tietoja kayttdonotosta ja tarkeat turvaohjeet! 77
Tama painotuote kuuluu ohjeeseen ja se tulee lukea huolellis- 77
esti ennen sarjan kokoamista!

«GB / Important: Please pay attention to the “General Informa- )

&tion” in the printed matter no. M1003 attached in addition. This J»

& contains important information starting and the important safety W

instructions! This printed matter is part of the product descrip-

&tion and must be read carefully before assembling! b,

WNL / Belangrijk: Belangrijk is de extra bijlage van “Algemene toe-

Z/passingen“ onder nr. M1003. Deze geeft belangrijke tips voor

sy7het monteren het ingebruik nemen en de veiligheids voor-

schriften. Deze pagina is een onderdeel van de beschrijving en

Jypmoet voor het bouwen zorgvuldig gelezen worden.

P / Importante: Por favor tomar aten¢do com o extra “Indicacdes &

Pgerais validas” o junto impresso M1003. Este contém impor-
tantes indicacdes a colocagao em funcionamemto e importantes
indicacoes de seguranca! Este impresso é um elemento da de-
scricao que deve cuidadosamente ler antes da montagem!

RUS / BaxHoe npumeuaHue: MNoxanyicrta obpatute BHUMaHWE /)
Ha OTAEAHO MPUAOXEHHble «OBLEAENCTBYOWME UHCTPYKLMW» B )
onucaHun Ho. M1003. 370 onucaHWe COAEPXMUT BaXHble

& VHCTPYKLMM BBEAEHWS B SKCMAYATALMIO, M BaxXHble 3amevaHus

&no 6e30nacHOCTU. ITOT AOKYMEHT SBAAETCH OCHOBHOM 4acTblo W

OI'Il/IcaHVIFl N0 MOHTaXy WU AONKEH 6blTb TYATEABHO npoynTaH A0

& Havana paboTbl!

Empfanger
receiver
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